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Abstractor DEI 9541 334 

The circuit mfr. involves the generation of a 
number of circuit zones (1a,1b,1n)on a single 
main printed circuit board (1) where each zone 
contains a conductor pattern (1c). One or more 
sets of connecting wires (3) are attached to 
connection pads (1w) on the circuit board, by 
which the multiple circuit zones are mechanically 
interlinked, and after this step the main circuit 
board is divided into individual circuit building 
blocks. 
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Prufungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestelit 
(g) Schaltungssubstrat mit Verbindungsleitungen und Herstellungsprozett fur dasseibe 
. (§) Ea ist ein Varfahran 2ur Hersteliung ainas Garatai^ ba- 

schrieben, walchea die Schritta umfafit: AusbikJen efnar 

Vielzahl von Schaltungszonen auf einer elnKelnen gadruck- 

tan Haupt.Schaltungsplatta, Anidten eines odor mehrerer 

VerblndungsJeltungen an entsprachandan Anschlufiflichen- 

elektroden der vorangehond ganannten Schaltungazonan In 

Binem Zustand, bel dam ame Vleteahl dar Sehaitungmnan • 

mechanisch mitelnandar verbundan sind, um dia gedruckte 

Haupt-^chaltungsplatta zu bilden. und Zeneilen der ga- 

druckten Haupt-Schaltungsplatta In einzelne gedruckte 

Schaltungsplatten, von danan Jade einer der Schaltungazo- 

nen auf dar gadrucjcren Haupt-Schaltungsplatte entspricht • 
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Ole folgandon Angabon sind den vom Anmotdsr eingeroichten Untoriagen entnomman 
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Beschreibung einer LOtpaste beschichtet. die inii 'Hilfe eines Sieb- 

druckprozesses oder ahnlichera aufgebracht werden 
kann. 

HintergTund der Erfindung Bel dem ProzcB der Fig. 1 A und IB sei darauf hinge- 

5 wie5en,daBdiegcdrucktenSchaItungspIattenlla— Un 

Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein Elektro- auf den jeweiligen Wannesenken 12a— 12n in Ausrich- 

nikgerate und spezieller die Herstellung eines solchen tung mit dem Leiterrahmen 14 derart montiert sind, daB 

Geratea, welches ein Substrat aufweist, auf dem ein Ver- • die VerbindungsanschluBflachen, die auf den gednick- 

drahtungsmuster ausgebildet ist und wobei eine oder ten Schaltungsplatten 11a— lln ausgebfldet sind. einen 

mehrere elektrische oder Elektronik-Komponenten lo Kontaktangriff mit den entsprechenden Verbindungs- 

darauf befestigt sind leitungen 13 aufbauea Nachdem die Ausrichtung ais 

Elektronikgerate, inklusive solcher fflr NEkrowellen- solche erreicfat ist, werden der Lcitungsrahmen 14 und 

anwendungen, enthalten allgemein verschiedcnc Kom- die gedrucktcn Schaltungsplatten 11a- lln darauf 

ponemen, wie beispielsweise Kondcnsatoren, Wider- durch einen Aufschmclzofen hindurchgefuhrt, um ein 

stande, Transistoren und integrlerte Schaltungen^ die 15 Anloten der Verbindungsleitungen 13 auf den entspre- 

auf einer gemeinsamen gedruckten Lciterplatte mon- chenden VerbindungsanschluBflachen der gedruckten 

tiert sind ^ Schaltungsplatten lla-^Un zu erreichen. 

wenn deraruge Elektronikgerate in einer groBen Nachdem die gedruckten Schaltungsplatten 11 a— lln 

Zahl hergestellt werden, wird eine Anzahl identiscber auf diese Weise fest auf dem Leitungsrahmen 14 aber 

gedruckter Schaltungsplatten In solcher Weise herge- 20 die Verbindungsleitungen 13 angeschlossen sind, wer-* 

stellt, daB die gedruckten Schaltungsplatten identische den elektrische und/oder Elektronik-Komponenten, wie 

Schaltungsmuster tragen und Komponenten. wie bei- beispielsweise Widerstande, Kondensatoren, Transistor 

splelsweise Kondensatoren. Widerstande, Transistoren ren, integricrte Schaltungen und ahnliches auf den je- 

Oder integrierte Schaltungen darauf befestigt sind, die in weiBgen Teilen der Halbleitermuster 11 w der gedruck- 

Kontakt mit den entsprechenden Schaltungsmustem 25 ten Schaltungsplatten lla-lln befesdgt. und zwar 

stehen. Indem f emer die gedruckten Schaltungsplatten durch einen Roboter oder ein anderes geeignetes, einen 

durch einen AufschmeLzofen zusammen mit den darauf automatischen Zusammenbau durchfQhrendes Gerit 

angeordneten Komponenten gefiihrt werden, bewirkt Da die gleich'e Zusammenbauprozedur fOr jedc der ge- 

die Ldtpaste,die auf dieSchaltungsmusterimSiebdruck druckten Schaltungsplatten lla-lln wiederholt wh-d, 

aufgebracht wurde, ein Aufschmelzen und die Kompo- 30 ist der ZusammenbauprozeB der Fig. 1 A und IB spezieD 

ncnten werden fest auf den entsprechenden Schaltungs- far einen automatischen Zusammenbau mit einem ho- 

mustern angel5tet. Es sind f erner Verbindungsleitungen hen Durchsatz gecignet 

auf der gedruckten Schaltungsplatte vorgesehen und Der ProzeB der Fig. lA und IB ist jedoch mit einem 
stehen in Verbindung mit verschiedencn Ein'gangs- und ' Nachteil behaftet dahingehentt dafl die Ausrichtung 

AusgangselektrodenanschluBflachenalsauchinVerbin- 35 zwischen den gedruckten Schaltungsplatten lla-lln 

dung mit verschiedenen Stromelektrodenanschluflfla- und den Verbindungsleitungen 13 auf dem Leitungsrah- 

chen und ErdungsanschluBfiachen Bei den neuerUchen men 14 zu dem Zeitpunkt des Aufschmelzens der Lotle- 

Halbleiterschaltungen, bei denen die Komponenten in gierung verlorengehen kann, wie in Fig. 2 gezeigt ist 

emer hohen Montagedichte befestigt shid, kann die ge- Es sei in Verbindung mit Fig* 2 darauf hingewiesen, 

druckte Schaltungsplatte femer mit einer Warmesenke 40 daB die gedruckte Schaltungsplatte 11a hinsichtiich des 

ausgcstattet sein, urn die durch die Komponenten er- Leitungsrahmcns 14 gedreht ist und damit die Verbin- 

zeugte Warmc zu zcr^ trcuen. dungsleitungen 13 verdreht sind, wahrend die gedruck- 

Um derartige Eiektronikgerite m einer groBen Zahl ten Schaltungsplatten lib und lln paraUel hinsichtiich 

und nut einem hohen Durchsatz der Produktion herzu- des Leitungsrahmcns 14 verlegt sind Wahrend bei ei- 

stellen, wird vorgeschlagen, die Verbindungsleitungen 45 nem solchen Fall die elektrische Verbindung zwischen 

auf den gedruckten Schaltungsplatten in einem solchen den Verbindungsleitungen 13 und den entsprechenden 

Zustand zu befestigen, daB die Verbindungsleitungen . Verbindungs-AnschluBfiadien auf den gedruckten 

auf einen gemeinsamen Leitungsrahmen als ein Integra- Schaltungsplatten lla-lln aufrechterhalten werden 

ler Teil desselben hergestellt werdea Der Leitungsrah- kann, wird die Befestigung der eiektrischen und/oder 

men kann ehie Warmesenke cnthalten, und zwar eben- 50 Elektronik-Komponenten auf den gedruckten Schal- 

falls alsTeil desselben. tungsplatten in exakter Ausrichtung mit den Verdrah- 

Die Fig, 1 A und 1 B zeigcn einen herkommlichen Pro- tungsmustem 1 1 w darauf schwierig. Es sei darauf hinge- 

zeB zur Befestigung der Verbindungsleitungen 13 auf wiesen. daB die gedruckten Schaltiingsplatten lla-lln 

gedruckten Schaltungsplatten Ita-Un, wobei Fig.lA sehr feine Leitermuster fOr die Verdrahtungsmuster 

die obere Seite der gedruckten Schaltungsplatten ss Uw tragen. um die Montagedichte der Komponenten 

1 la— 1 In zeigt, wahrend Fig. 1 B die Bodenseite dersel- darauf zu- erhdhen. Wenn das AusmaB der Versetzung 

benzeigt oder des Driftens der gedruckten Schaltungsplatten 

GemaB den Fig. 1 A und IB trigt jede der gedruckten lla-lln Uberm^ig groB 'wir4 kann selbst die elektri- 

Schaltungsplatten lla-lln darauf ein Verdrahtungs- sche Verbindung zwischen den Verbindungsleitungen 

muster llw und es sind Verbindungsleitungen 13 auf eo 13 und den entsprechenden AnschluBflEchen nicht lan- 

einem gemeinsamen Leitungsrahmen 14 als ein Teil des- ger aufrechterhsJten werden. 

selben gehalten. Femer entiiait der Leitungsrahmen 14 Es war daher in herkdmmlicher Weise erforderlich, 

Warmesenken 12a- 12n jeweils m Entsprechungzu den die Abweichung jeder der gedruckten Schaltungsplat- « 

gedruckten Schaltungsplatten lla-lln. Obwohl dies ten lla-lln genau durch einen Sensor zu mcsscn. der 

nicht explizit veranschaulicht ist, sind die Warme senken es an dem Roboter vorgesehen ist und die Abweichung in 

12a— 12n mit dem Leitungsrahmen 14 als ein Teil der- solcher Weise zu korrigieren, daB die Elektronikkorapo- 

selben Qber em OberbrQckungsteil verbunden. In der nenten richtig auf den versctzten gedruckten Schal- 

ublichen Weise sind die Verdrahtungsmuster llw mit tungsplatten montiert wurdea Jedoch erforden ein sol- 



3 



meidUch verschleS ^^^'^'^B^^^^ «aver- tungsplatteij von denen jede einer der Schaltungs- 

, AhernaUv kaim man zunSchst die Komponenten auf ' enSil Haupt-Schaltuagsplatte 

i J"" ^ gedruckten Schaltungsplatten tla- 1 m mit ^"«P"«>'- 

schlcchtcrtwird ^auc von rig.i, ver leMie entlangder2weitenKanteangeordnetsind,u^^ 

• Andererseits.ist ein solcher berk5nunlicher PrazeB m^nfin Uiterrah. 

mitdemNachteUbehaftet.daBdirSSS^ga^dJ ?eSSln """^^St. von 

gedruckteaSchaltungsplatteeinAScE de^ SZI^ ^J^T^^ 

ZeitpunktderBefestJ^gderVeSSSK^^ f enthalt. wobel das erne LdterrahmeD- 

aufdengedrucktensffitu5spSSlS.ff^ £hr^'"^'S'" f^^^f.Kan^ der gedruckte Haapt. 

tungsplatteamexakterAusrichtunga^SSen W denSekSSS^^SST* ^^^^^^ entsprechen- 
ponettt«n eine unerwiinschte Drift als ErgeS erfah « 2*^f'f^^«<'e'»oscWuBflacbe^ 
reiWennemderartigesDriften7utetrk^^ Schaltungazonen verbuiidcn werden und das zweite 

chenden. VerdrahtungsmusteSn llw aJTder g3i„ tdS^S ^?v?^^?'"^^ "^S^' 
Schahungsplatte verlorengehen. tcn«.^ 7 '*'«^«fb»adungsleuungen mit jeweiligen 

Urn ein seiches Driften der Komponenten auf der 30 Se^S'nl?^^^^ ^ 
gedruckten Schaltungsplatte zu verraeiden. ist « erfor ^rS^PP*";?'''^*^^'"*^ 

derlich, eine unterscMedliche L6tle™e SniS« der vSbLdlldi^^^^^ ^'^'^""^ '^'^ Anl«^«« 
setzung zu verwenden, die eine niedrieere SchnSm £nl^. ^^"^"1"?^^" gedruckten Schallun- 
peratur fOr das zweice Mai d« SzessSKd « dS^J^^^^^ durchgefuhrt. bei dem die VielzahJ 

istnatig.denzweitenLi)tvorgHnlbeTeS « £jei wS^fntf^^^T 

Temperatur auszufahrcn, wobei aber die Venvendun^ r^ST Le'togsrabraenstrukturenthaJtih. 

einer solchen zmStzKchen lJtle4Lg^Se^^^^^^ ZIT • ^^^^'^Segangen erwahnten Leitungsrah- 

znng Oder eines Ofens nutSgc^ Tmp^rt Z^n^ ^""^ '"^ Leitun|srah- 

den Aufschmelzvorgang imverrSch Se H^4T " mitemander verbunden werden. Wenn 

lungskosten erhSht die Hersiel- dabet emmal erne richtige Positionierung zwischen der 

40 l^iterrahmenstruktur und der gedruckte Haupt-Schal- 

Zusammenfassung der Erfindunir TrFt^"^^ j""*'*?" ■ "^'^'^ Ausrichtung zwischen 

™gaert:rnnaung den Verbmdungsleitungen und den AnschluBflachen- 

• Es ist daher eine alleemeine Anfo^h. a.. r!^*^°,?f° ^ ^r gedruckten Schaltungsplatte in ein- 

den Erfindung. einen nLaru'gL Sfit£.rP^^^^^^^^^ « ^L7!'J'l^:£"'^^"J'f'''''' """^ ^e Viel- 

zurHersteHung eines BektronikgcratesSSffen hri S^t ^'druckten Schaltungszonen hinweg und auch 

dem^die vora^egangen gSSSl^SbSe beS- SmS^SS.^'^' '^'^ 
tigtdnd '^r^,P^°"''derL6tlegierungvorgenonunenwird 
Ein anderes spezifischeres Ziel der vorHeeendcn Er b J bevorzugten AusfOhrungsform der voriie- 

findungbestehtdarin,etnVerS^nL sS Z^nt.^^T"^'}'^^''^^^'''^''^^^''^'^'^- 

GeratmiteinergediicktenSchalt^JIspffiSrbem " E?Sitdlml^BSff 'v^f ^ 
Durchsatzherzustellen. "i»««oem «wraanutdemAn^^ 

En anderes Ziel der vorliegendea Erfindung besteht ZehSJnIrt des ^i^o?!?'"'^^ Schaltungszonen zum 

darin, ein Verfahren zu schaffen. um ein G^f t he™? v,„n ^ • Letvorganges frei von einer Drift ist, 

steflea^welcheseinegedSldSuSSpl^^^^^^ „ SS,Tn HettJ^JfvJ^''^"'* '^'^ Ausrichtung zwi. 

wobeidasVerfahrendiefolgendenSchriLUaSr^ cSef^fe^Sf^ 

(a) AusbUden einer V.elzab! von Schaitungszonen SeSSJS?'*"''^^''^'^"^^^^^ 

elektroden in jeder der Schaltungszonen in einem Andere Ziele und weitPrc Mi.ri.m.u !• 
. Zustand. bei dem die Vielzahl der Schaltungszonen den ErfmdS er«beJ s 
nutemandermechaniscbinderPormdergedruckte ten Beschrei?i,T«^rtiBW^^^^^ 



' DE 195 

5 

ZeichnuQgeiL 

Kurze Beschreibung der Zeiclmungen 

Fig. 1 A UQd IB sind Diagramme, die einen berkdmzn- 
Kchen ProzeB der Herstellung von Blektronikgeraten 
zeigen, weiche eine gedruckte Schaltungsplatte enthal- 
ten; 

Fig. 2 isi ein Diagramm, welches die Probleme auf- 
zeigt, die bel dem herkOminilichen Herstelliingsproze0 
entstehen; 

Fig. 3A imd 3B sind Diagramme, weiche eine erste 
Au3f uhrungsf orm der vorliegenden Erfindung zeigen; 

Rg.4 ist ein Flufldiagramra, weldies den Herstel- 
lungsprozeB geraftB der ersten Ausfuhrungsform veran- 
schaulicht; 

Fig, 5 ist ein Diagramin, welches eine Nut zeigt, die In 
einer gedruckten Haupt-Schaltungspiatte ausgebildet 
ist, um den ZerschnddungsprozeB derselben zu verein* 
fachen; 

Fig. €A und 6B sind Diagramme, die eine zrwdte Aus* 
fQbrungsformder vorliegenden ErHndung veranschauli- 
chen; 

Fig, 7A und 7B sind Diagramme, die das Endprodukt 
zeigen, welches durch irgendeine der ersten und zweiten 
AusfQhnmgsformen der voriiegenden Erfindung erhai- 
tenwurde; 

Wig, 8 1st dn Diagramm, welches ein Halbproduict ei- 
ner Schaltung bereit rum Testen zeigt; 

Fig. 9 ist ein FluBdiagranwn. welches den ProzeB des 
Testcns vcraoschaulicht; 

Fig. 10 ist ein Diagramm, welches die Konstruktion 
einer Testausrustung zeigt, die zum Testen des Gerates 
in dem Zustand des Halbproduktes verwendet wirdj imd 

Hg. 11 ist ein Diagramm. wekhes die Konstruktion 
einer Testausrustung zeigt, die zum Testen des GerStes 
in dem Zustand des Halbproduktes verwendet wird. 

Dctaillierte Beschreibung der bevorzugten 
AusfUhrungsfonnen 

Die Fig. 3A und 3B zeigen den ProzeB zur Herstel- 
lung eines Elektronikger^tes in dem Zustand eines 
Halbproduktes, wobei die Flg.3A die Oberseite des 
Halbproduktes in einer perspektivischen Ansicht zeigt, 
wihrend die Fig. 3B die Bodenseite des Halbproduktes 
ebenfalls in einer perspektivischen Ansicht zeigt Es sei 
darauf hingcwiesen, daB der veranschaulichte ProzeB 
cinHalblciterpaket alsdas ElektronikgerSt erzeugt 

Gemafl Fig. 3A enthalt das Halbprodukt eine haupt- 
gedruckte Leiterplatte 1, auf der eine Anzahl gedruck- 
ter Schaltungszonen la«-ln festgelegt sind, wobei dar* 
auf hingewiesen sei, daB jede der gedruckten Schal- 
tungszonen la- In ein Verdrahtungsmuster Iw und 
Elektronikkomponenten Ic enthiUt, die aus einem Wi- 
derstand, einem Kondensaton einem Transistor Oder ei- 
ner integrierten Schaltung bestehen kOnnen, Wie ferner 
aus Fig. 3B zu ersehen ist. sind Warmesenke-Platten 2a, 
2b und 2n auf der Bodenseite der gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte 1 jcweils in Entsprechung zu den Zo- 
nen la— tn vorgesehen, wobei die WErmesenke-Platten 
2a, 2b und 2n als ein einheitlicher, integraler Kdrper des 
Leitungsrahmens 4 ausgebildet sind. 

Der Leitungsrahmen 4 enthiit seinerseits eine Viel- 
zahl von Leitungsrahmenzonen 4a— 4n, wobei die Zone 
4a der Zone la entspricht. die Zone 4b der Zone lb 
entspricht und die Zone 4n der Zone In cntspricht In 
jeder der Zonen 4a—4n sind ein oder mehrere Verbin- 
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dungsleiter 3 vorgesehen, so daB sie sich von dem Lei- 
tungsrahmen 4 als emheitlicher integraler Tell desselben 
weg erstreckea Bei dem Halbprodukt der Fig. 3A und 
3B ist jede der Verbindungsleitungen 3 auf erne entspre- . 
5 chende BlektrodenanschluBflache Iwc angelStet, die auf 
der Bodenseite der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 
1 in elektrischer Verbindung rait dem Verdrahtungsmu- . 
ster Iw in jeder der Zonen la--ln ausgebildet ist 
Fig. 4 zeigt den ProzeB zur Herstellung des Halbpro- 

10 duktesderng.3Aund3B. , 

Geraafl Fig. 4 wird eine Ldtpaste auf das Verdrah- - 
tungsmustcr Iw in jeder der Zonen la- In der gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte I bei einem Schritt SI mit 
Hilfe eines Siebdruckprozesses oder irgendeines ande- 

15 ren geeigneten Prozesses aufgebracht 

Nach dem Schritt SI wird die so mit der Ldtpaste 
versehene gedruckte Haupt-Schaltungsplatte . 1 hin- 
sichtlich des Leitungsrahmens 4 bei einem Schritt S2 
ausgerichtet, so daS die Schaltungsplatte 1 auf den Wdr- 

20 mesenke-Platten 2a— 2n abgestUtzt ist und derart, daB 
jede der Verbindungsleitungen 3 des Leitungsrahmens 4 
dnen Kontakt mit einer entsprecbenden Blektrodenan- 
schluBflache Iwc bildet 
Als ntchstes werden unter Aufrechterhaltung .der 

25 Ausrichtung zwischen der gedruckten Haupt-Schal- 
tungsplatte 1 und dem. Leitungsrahmen 4 die Elektro- 
nikkomponenten Ic bei einem Schritt S3 auf die ge- 
druckte Haupt-Schaltungsplatte I an den jeweiligen 
voitestiraraten Stellen mit hoher PrSzision plaziert Ein 

30 derartiges Plazicren der Elektronikkomponenten Ic 
kann durch cinen Roboter oder erne andere geeignete 
automatisierte Zusammenbauausriistung ausgefOhrt 
werden. 

Nach dem Schritt S3 wird die gedruckte Haupt-Schai- 

35 tungsplatte 1, weiche die Elektronikkomponenten Ic 
und den Leitungsrahmen 4 tragt, durch einen Auf- 
schmelzofen bei einem Schritt S4 hindurchgefuhrt, um 
ein Aufschmelzen der LQtpaste zu bewirken, die auf die 
Verdrahtungsmuster Ic auf der gedruckten Haupt- 

40 Schaltungsplatte 1 aufgebracht wurde, Glcichzeitig 
werden die Warmesenke-Platten 2a— 2n auf der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplattc 1 aufgel6tet 

Pemer wird bei einem Schritt S5 der Leitungsrahmen 
4 in solcher Wdse geschnitten, daB die Verbindungslei- 

45 tungen 3 voneinander getrennt werden und es werden 
dann die einzeln^n in solcher Weise hergestellten ge- 
druckten Schaltungen in dem Zustand getestet, den sie 
noch auf der gemeinsamen gedruckten Haupt-Schal- 
tungsplatte I haben. Nach dem Testen wird jede der 

50 gedruckten Schaltimgszonen la— In mit einer elektro- 
magnetischen Abschirmkappe versehen. 

SchlieBlich wird bei einem Schritt S6 die gedruckte 
Haupt-Schaltungsplatte 1 in einzelne gedruckte Schal- 
tungsplatten entsprechend den Zonen la- In aufgetellt 

55 Bei dem Schritt S6 kann man eine elektromagnetische 
Abschirmkappe auf jede der gedruckten Schaltungszo- 
nen la— In Yorsehen, und zwar wShrend ernes Zustan- 
des, bei dem die gedruckten Schaltungszonen la— In 
noch auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 mit- 

60 einanderverbundensind 

GemaB dem ProzeB von Fig, 4 wird die Ausrichtung 
zwischen den Komponenten Ic und den entsprecbenden 
Verdrahtxmgsmustem Iw auf der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte I in einfacher Weise zu dem Zeitpunkt 

65 des Aufschmelzens bei dem Schritt S4 auf rechterhalten, 
wobei der Aufschmelzprozcfl bei dem Zustand durcbge- 
iUhrt wird, bei dem die gedruckten Schaltungszonen 
la— In Starr miteinander verbunden sind. Beispielswei- 
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J J-f jtuagsrahmen 4 nut Hilfe mer Klemme an zwei rahmenzonen (Asii-Uih Vcrbindunasleitun^en 3, ent 

ufuitilSl^r F^!'*u'''^'^^^'^^^ h€n.wobeidieVerbindungdesLei^g5ralune54,auf 
hSS!fiirffr' * 1"™^ Diamant-Zertei. , der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 dadtoch 
lung«dg« Oder erne Lasersige zersSgen. AltemaUv ist reicht wird, indemdie VerbindunKleiten 3, B^t dpTent 

vereinfachtSpmitistderZuaanHnenbauprozcfldervor- r^^tSZ^t^^t^J^ 
W-O^nimhabea 35 te la, die Wannesente-Platte 2a, auf der Bodenseite 

SSJnen iT^l^^^^^^^ 1^' fn"/?^"? k^^'!?'- ^ ^ nachstes eine Beschreibung des Schrit- 
7^ne^?, < ' " ^' .^'^ ^^^"^ wobei die tes S6 des FluBdiagrammes der Fig. 4 gegeben werden 

Auf der Seite der Rcihe. welch- rfi^ 7o«.„ i. * , geode Erfindung hergesteUt wurden. Der Test wird auf 

nen lai-ln, entsprecheiu Jeder der Leiterrahmenzo- benwurde "'"i-uue uc«,wk:- 

nen (4,)a-(4,)n enthait seinerseits eine Viebahl von Fig. 8zeigtdasHalbproduJctbereit2uniTestenmder 
Verbindungsleitungena, imd der Leitungsrahraen 4, ist « TesttnsrttsSg. wSS^ £ew^«^^^^ 
dektnsch als auch me<Aanisch_durchAnlaten jeder der Vcrbind«ngsldWngen 3^den¥ei^^ Z 
yerbmdungsleitiuigen S, an erne entsprecbende.Elek- getrenntskdMdererseitsbeSien sKSruckS^^ 
l^S^X^Lllltjlt^^^ ^'T-Sn Schal,tungszonen la-ln noch blTzS^^^^^^^^^ 

gedruckten Haupt-Schaltui^splatte I ausgebildet ist, sie raiteinander verbunden sind, uad zwar in der Forro 
S H Rf^^^*^ !? Haup .ScbaltungspIatte 1 verbun- « der gedruckten Haupt-SchaltungsplattVt 
Zr^W^d J^'Sil?^^ Sei den, Halbprodukt von F,|.8 funkdonieren die 

?ei h,lhfr?„n H.?7 r k"^°^^ Schaltungen auf den Zonen la-!n im Prinzip vonefa- " 

n H^nf.r weggdassen. ander unabhangig. wahrend der Betrieb der SchaS. 

men ^?UiSm\™'^^^^^^ ^ elektromagnetfache InteSSL 

wohitiifril^h f.^? K K -^^^^'^^^^ """^i"' 'P" « 8'Sewwtig beeinfluQt zu werden. Eine solche clcktro- 
^nlhSnn^t^r? '""hanischen nut den gednick. magnetische Interferenz zum Zeitpunkt des lessor- 

gangesistinsbesonderebeideriConstruktionvonRfra 
re Reihe auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 emstzunehmen. bei der die einzelnen Schitungen ne- 
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beneintoder bei zninimaler TrennuDg angeordnet sind gezeigte Halbprodukt w^rend des Testes montiert ist 

Somit enthait die TestausrQstimg einen entfernbaren Oem&BBg. 10 wirddiegedruckteSchaltungsplatte 1, 

elektromagnetischen Schirm, der selektiv die Schaltung die das Halbprodukt btldet und die verschiedenen Kom< 

abdeckt, die ebem Test unterzogen wird. ponenten Ic uzid Leitermuster. 1 w darauf aa verschiede- 

Es sei darauf hingewiesen, daB eine solclie elektroma- 5 nen gedruckten Schaltungszonen la— In trSgt, ilber den 

gnetische Abschirmimg filr das Testen der Mikrowel- Objekttisch 21 gefQhrt, und zwar mit Hilfe eines nicht 

lenvorrichtungen und Schaltungen wesenilich ist, bei gezeigten Fordermechanismus, wie dies durch einen 

denen die Betriebseigenschaften dazu neigen, zwischen PfeQ angezeigt ist 

dem Zustand, bel dem eine elektromagnetische Abschir- Der Objekttisch 21 trSgt seinerseits ein Leitermuster 

mung vorgesehen ist und dem Zustand, bei dem keine 10 21a zum Angriff an die Verbindungsleittangen 3, die auf 

solche elektromagnetische Abschirmung vorgesehen der gedruckten Schaltungsplatte 1 ausgebildet sind, tmd 

ist,sich ruandem, . es wird das Halbprodukt, welches auf solche Weise ols 

Somit fuhrt die Testausrilstung den Testvorgang in gedruckte Schaltungsplatte 11 ausgebildet worden ist, 

dem Zustand durch» bei dem die Schaltung durch eine zu der TestausrOstung 20 derart gef5rdertr dafi die ge- 

Dummy-Metallkappe abgeschirmt ist, weiche die glei- 15 druckten Schaltungszonen la— In eine nach der ande- 

che GrdBe hat wie die Metallkappe, die bei der tatsftch- ren in Eingriff mit dem Objekttisch 21 gelangen. 

lichen Vorrichtimg fOr eine elektromagpedsche Ab- Umjede der Schaltungen auf den Zonenla-lwwSh- 

schlrmung verwendet wird rend des Testvorganges abzuschirmen, enthait die Test- 

Kg, 9 ist em Flufldiagramm, welches die Prozedur des ausrOstung 20 eine Dummy-Metallkappe 22 mit einer 

Testvorganges gemSB der vorliegenden AusfOhrungs- 20 GraBe und einer Gestalt, die identisch sind mit cinem 

form der Erfindung veranschaulicht Es sei darauf hinge- Abschirmgchluse, welches tatsachfich auf jedem Pro- 

wiesen, daB der TestprozeB von Fig. 9 dem Schritt S5 dukt vorgesehen wird, nachdem die gedruckten Schal- 

vonRg; 4entspricht tungszonen la— In la getrennte Schaltungen aufgeteilt 

Gem§B Fig. 9 startet die Schrittfolge mit ebem worden sind Um femer eine richtige Aniage oder An- 

Schritt SI I, um das Halbprodukt der Fig* 8 auf die Test- 25 griff der Vcrbindungsleitungen 3 mit dem entsprechen- 

ausrOstung zu laden. der Leitermuster 21a sicherzustellen. ist die MetaUkap- 

Als nachstes wird bei einem Schritt S12 eine elektro- pe 22 mit Stiften 22a ausgestattet, die durch jeweilige 

magnetlsche Abschirmung auf eine ausgewlhlte ge- Schraubenfedem angedrdckt werden, um die Verbin* 

druckte Schaltung auf der gedruckten Haupt-Sci^- dungsleitungen 3 gegen das entsprechende Leitermu- 

tungsplatte 1 auf gesetzt und es wird ein Test hinsichtlich 30 ster 21a auf den Objekttisch 21 zu drUcken. Durch die 

der abgeschirmten gedruckten Schaltung bei einem Verwendung der Metallkappe 22 ist esmSglich, die Vor- 

Schritt S13 ausgefOhrt. Nach dem Testen gemaB dem richtung in einem Zustand zu testen, der identisch dem 

Schritt S13 wird die elektromagnetische Abschirmung Zustand ist, in welchem die Vorrichtung nach der Ver- 

bei einem Schritt S14 entfemt und die elektromagneti- schickung als Produkt verwendet wird 

sche Abschirmung wird auf eine andere gedruckte 35 Fig. 11 zeigt die Konstniktion einer andem Testaus- 

Schaltung auf der Platte 1 vorgesehen, indem zu dem rOstung 30, die einen Objekttisch 31 enthalt. auf dem das 

Schritt S12 zurackgekehrt wu*d In diesem Fall werderi m den Fig. 6A und 6B gezeigte Halbprodukt montiert 

die Schritte S12 und S13 wicderholt, bis alle gedruckten wird 

Schaltungen auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplat- GemaB Fig. 1 1 wird die gedruckte Schaltungsplatte 1. 

te 1 eine nach der anderen getestet sind 40 die das Halbprodukt bildet und verschiedene Kompo- 

Altemativ kann bei dem Schritt S12 die Abschirmung nenten Ic und Leitermuster Iw darauf auf verschiede- 

filr alle die gedruckten Schaltungen la— In auf der ge- nen Zonen lai— Ini und Ia2-ln2 trSgt, ilber den Ob- 

druckten Schaltungsplatte 1 vorgesehen werden. In die- jekttisch 31 mit Hilfe eines Fordermechanismus gef5r- 

sem Fall kann der Testvorgang bei dem Schritt S13 dert, der nicht gezeigt ist, wie dies durch einen Pfeil 

gleichzeitigausgefOhrt werden. 45 angezeigt ist 

Nachdem der Testvorgang vervoUstSndigt ist, wird Es sei darauf hingewieseo, daB die gedruckte Schal- 

die elektromagnetische Abschirmung der Testausril- tungsplatte 1 die Rahmen4i und 42 an bcidcnSeitenkan- 

stung entfernt und es wercjcn die ge<tfuckten Sehaltun- ten derselben trSgt, wahrcnd die Verbindungsleitungcn 

gen auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 1 mit 3i und ^ von den jeweiligen Rahmen 4} und 42 ztun 

einer dauerhaften elektromagnetischen Abschirmung 50 Zwecke des Testens tbgetrennt sind Femer enthalt je* 

versehen. wie einem GehSuse 5, das in Fig. 7A gezeigt der der Rahmen 4i und 4%, Perforationen 4x far den 

ist, wie dies bei dem Schritt 'Sl5 angezeigt ist Eingriff mit einem Kettenrad des FSrdennechanismus, 

Es wird dann welter ein Schritt SI 6 ausgeffihrt der der nicht veranschaulicht ist Dadurch werden die Lei- 

dem Schritt S6 von Fig. 4 entspricht und es wird die terrahmen 4j und 42 und damit die gedruckte Schal* 

gedruckte Haupt-Schaltuiigsplatte 1 in eine \lelzahl 55 tungsplatte 1 stabile in der mit einem Pfeil angegebenen 

von gedruckten Schaltungsplatten aufgeteih. von denen Richtung gefardert 

jede eine gedruckte Schaltung trigt, die berdts getestet • Der Objekttisch 31 enthait seinerseits Objekttischzc- 

worden ist nen 31A und 31B, die jeweils Leitermuster 31a und 31b 

Wie an fruherer Stelle erwahnt worden ist, ist es wfln- tragen fQr den Angriff rnit den Verbindungsleitungcn 3i 

schenswert, eine elektromagnedsche Abschirmung der eo und 32, die auf einer gedruckten Schaltungszone auf der 

Testausrflstung vorzusehen, die bei dem Schritt S12 auf- gedruckten Schaltungsplatte 1 ausgebildet sind, wie bei- 

gesetzt wird und die die gleiche GrdBe hat wie die Grd- spielsweise die 2^ne In und die gedruckten Schaltungs- 

Be der dauerhaften elektromagnetischen Abschirmvor- zonen lai — Int gelangen eine nach der anderen auf ein- 

richtung5,um sicherzustellen, daB das Testergebnis fttr anderfolgend in Eingriff mit dem Objekttisch 3lB. In 

die aktuellen Gerate GUltigkeit hat die an die Verbrau- 65 Shnllcher Weise gelangen die gedruckten Schaltungszo- 

cher verschickt werdea nen 1 aj-* Inj eine nach der anderen in Auf einanderf olge 

Fig* 10 zeigt die Konstruktion einer Testausrilstung in Eingriff mit dem Objekttisch 31 A 

20» die einen Objekttisch 21 enthalt, auf dem das in Fig. 8 Um jede der Schaltungen auf den Zonen lai * Im und 
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laj-ln: wahrend des Testvorganges abzuschirmen. 
enthait dieTcstausrQstung 30 eine Dummy-Metallkap- 
pe 32, die aus einem crstcn Tefl 32A und eincra zweiten 
Tei 32B gebildet fat, wobei jede dcr ersten und zweiten 
Telle 32A tind 32B eine GrdBe ujid eine Gestali haben, 5 
die identisch sind mit einem Abschirmgehause. welches 
tatsichlich auf jedem der Produkte vorgesehen wird, . 
nachdem die gedruckten Schaltungszonen lai - Im und 
Ia2-ln2 in getrennte Schaltungen aufgeteilt worden 
sind Urn ferner einen richtigen Angriff der Verbin- to 
dungsle:tungen 3i und mit den entsprechenden Lei- 
termustem 31a und 3lb sicherzustellen, sind die MetaU- 
kappenteile 32A und 32B mit Sliften 32a und 32b ausge- 
statiet, die durcii jeweUige Schraubenfedern angedrQckt 
werden, um die Verbindungsleitungen 3| und 3? auf die 15 
entsprechenden Leitermuster 31a und 31b auf dem Ob- 
jekttisc431 anzudrflcken. 

Durch die Verwendung der Testausriiatung von 
Fig. n kann der Test der Vorrichtung efflzient in dem 
gieichen Zustand erreicht werden, in welcliem die Vor- 20 
nchUmg nach der Verschlckung eines Produktes ver- 
wendetwird 

Femer ist die vorliegende Erfindung nicht auf die 
zuvor bcschriebenen Ausfuhrungsformen beschrankt, 
sondern es sind vieMtige Abwandlungch und Modifi- 25 
kationen maglich. ohne dadurdi den Rahmen der vorHe- 
genden Erfindung zu verlassen. 
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1, Verfahren zur Herstellung eines GerStes, wel- 
ches euie gedruckte Schaltungsplatte enthait, ge- 
kennzeichnet durch die folgenden Schritte: 

(a) Ausbilden einer Viehahl von Schaltungszo- 
nen (lai— Ina) auf einer einzetaen gedruckten 35 
Haupt-Schaltungsplatte (1), derart, dafl jede 
der Vielzahl der Schaltungszonen ein Leiter- 
muster (Ic) enihalt, welches einer gedruckten 
Schaltungsplatte entspricht, die das Gcrat bO- 
det. ^ 

(b) AnschlieBen einer oder mehrerer Verbin- 
dungsleitungen (3, 3i, 32) an entsprechende An- 
schluflflachenelektroden (Iwc) in jeder der 
Schaltungszonen in einem Zustand, bei dem 
die Vielzahl der Schaltungszonen (la^ in) me- 45 
chanisch in der Form der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte (t) miteanander verbunden 
smd,und 

(c) nach dem Schritt (b) Aufteilen der gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplattc (1) in einzelne ge- 50 
druckte Schaltungsplatten (la- In^ von denen 
jede emer der Schaltungszonen auf der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte entspricht 

Z Verfahreu nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet dafl der Schritt (b) einen Schritt umfaflt. 55 
bci dem em Aufschmelzen einer auf den Leitermu- 
stern (Ic) vorgesehenen Ldtmateriallegienmg ver- 
ursacht bzw. herbeigefOhrt wird 
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch- gckenn- 
zeichnet, daB das Verfahren die folgenden Schritte so 
umfaBt: 

Ausbilden einer Lelterrahmenscruktur (4, 4a-4n, 3) 
mit einem LeiterrahmenkOrper (4) in solcher Weise, 
daQ der Leiterrahmenk5rper eine Vielzahl von Lei- 
tcrrahmenzonen {4a- 4n) cnthalt, von denen jede 65 
erne oder mehrere der Verbindungsleitungen (3) 
trftgt uad derart, dafl die Verbindungsleitungen sich 
von dem Leiterrahmenkdrper (4) als ein mtegraler 



Tell desselben erstrecken, und 
wobei der Schritt (b) die Schritte um/aBt, gemaS 
einem Aneinanderanbringen der Leiterrahmens- 
truktur (4. 4a-4n. 3) an der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte (1) in solcher Weise, daB in jeder 
der Leiterrahmcnzonen (4a-4n) die eine oder 
mehrere Verbindungsleitungen (3) an jeweilige ent- 
sprechende AnschluBflachenelektroden (Iwc) einer 
gedruckten Schaltungszone (la- In) angel6tet 
werden. die der Leiterrahmenzone (4a-4n) ent- 
spricht 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Leiterrahmenstruktur in jeder der 
Vielzahl der Leiterrahmcnzonen em Warmesenke^ 
teil (2a--2n) enthSlt, welches als emheitlicher inte- 
grals Tell des Leiterrahmenkdrpers (4) ausgebil- 
det jst, und daB der Schritt (b) in einem Zustand 
ausgefiihrt wird, bei dem die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte (t) auf den Wtrmesenketeilen 
(2a-2n)abgestatztist 

5. Verfahren nach Anspruch -4. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt (b) m solcher Weise ausge- 

fflhn wird, dafl die Warmesenketeae (2a-2ri) an 
den jeweiHgcn Zonen. die der Vielzahl der Schal- 
tungszonen (la- In) entsprechcA auf der gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte (1) angeldtet werden. 
e. Veri^ahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnct, daB der Schritt (b) einen Schritt der Befe- 
stigimg der Elektronikkomponenten (Ic) auf jeder 
der Schaltungszonen (la- In) des Hauptsubstrats 
(1) umfaBt 

7, Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt der Befestigung der Elek- 
tronikkomponenten (Ic) die Schritte umfaBt, ge- 
maB Plazieren der Elektrom'kkomponenten (Ic) auf 
den jeweiligen entsprechenden'Leitermustem (Iw), 
die auf der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte (1) 
ausgebiidet sind, Plazieren der Verbindungsleitun- 
gen (3) in Kontaktangriff mit entsprechenden Elek- 
trodenanschlufiflachen (Iwc) auf der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte (I) und gleichreidges An- 
loten der Elektronikkomponenten (Ic) und der Vcr- 
bmdungsleitungen (3) auf den Lcitermustem und 
den ElektrodenanschluQfiachen. 

8. Leiterplattenanordnung, gekennzeichnet durch 
erne gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) mit ei- 
ner Vielzahl von gedruckten Schaltungszonen 
(la- In), die je ein Leitermuster (Iw) m einem 2:u- 
st^ u-agen, bei dem die Vielzahl der gedruckten 
Schaltungszonen miteanander verbunden smd, Wo- 

L Leitermuster (Iw) eine Elektrodenan- 
schluBflache (Iwc) in jeder der Vielzahl der ge- 
druckten Schaltungszonen (la-ln)cnthalt,und 
durch eine Leiterrahmenstruktur (4, 4a-4n, 3), die 
einen Uiterrahmen (4) entbait, wobei der Leiter- 
rahmen eine Vielzahl von Leiterrahmenzonen 
(4a--.4n) umfaBt und wobei sich eine Verbindungs- 
leitung (3) bci jeder der Vicbtahl der Leiterrahmen- 
zonen (4a-4n) von dem Leiterrahmcn (4) als ein 
emstOckiger Korper erstreckt, 
wobei die gedruckte Haupt-Schaitungsplatte (1) 
und die Leiterrahmenstruktur (4, 4a-4n,.3).elek- 
msch und mechanisch in solcher Weise miteinan- 
der verbunden sind. dafl in jeder der Leiterrahmen- 
zonen (4a-4n) die Verbindungsleitung (3) auf einer 
entsprechenden ElektrodenanschlufiflJche (Iwc) 
ernes Leitermusters (1 w) in einer gedruckten-Schal- 
tungszone (la- In) angeldtet ist, die der Leiterrah- 
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mcnzone (4a -4n) entspricht 

ft Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 

dadurch gekennzelchnet, daB die gedruckte Haupt- 

Schaltungsplatte (1) Elektronikkomponenten (Ic) 

auf einer Hauptflache derselben in jeder der Viel- 5 

zahl der gedruckten Schaltuugszonea' (la— In) 

tragi 

la Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8. • 
dadurch gekennzeichnet, dafl der Leiterrahmen 
Perforationen (4x) enthat, die f Qr einen Eingriff nrit 10 
emem Fdrdennechanismus geeignet sind 
11, Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8. 
dadurch gekennzelchnet, dafi die gedruckte Haupt< 
Schaltungsplatte (1) eine erste Kante und eine 
zweite gegenaberliegende Kante aufweist, daB die 15 
Vielzahl der gedruckten Schaltungszcnen eine er- 
ste Gruppe Schaltungszonen (lai — Ini) enthalt, die 
entlang der ersten- Kante angeordnet ist, und eine 
zweite Gruppe von Schaltungszonen (laj— ln2) 
urafaBi, die entlang der zweiten Kante angeordnet 20 
ist. und wobei die Leiterrahmcnstruktur ein erstes 
Leiterrahmcnteil (4i, (4t)a— (4i)n, 3i) und ein zwei- 
tes LcitOTahmenteil (42, (42)a-(42)n, 32) umfaflt, 
von denen jedes einen Leiterrahmen (4i, 42b) und 
eineViel2ahlvonVerbindungsleitungen(3b32)ent- 25 
halt, wobei das erste Leiterrahraenteil (4i, 
(4i)a-(4i)n, 30 entlang der ersten Kante der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte (1) in solcher 
Wcise angeordnet ist, daB die Verbindungsleitun- 
gen (3i) mit jeweiligen entsprechenden Elektroden- 30 
anschiuBflachen (Iwc) in der ersten Gruppe der 
Schaltungszonen (lai— Imt) verbunden sind und 
wobei das zweite Leiterrahmenteil (42, (42)a— (42)n, 
Sj) entlang der zweiten Kante der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte (1) in sokher Weise ange- 33 
ordnet ist, daB die Verbindungsleitungen (3:) mit 
jeweiligen entsprechenden HektrodenanschluBfla- 
chen (Iwc) in der zweiten Gruppe der Schaltungs- 
zonen (la2— Ina) verbunden sind 
IZ Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 40 
bei der die gedruckte Haupt-Schaltungsplatte (1) 
eine erste Kante und eine zweite gegenaberliegen- 
de Kante aufweist, wobei die Vielzahl der gedruck- 
ten Schaltungszonen eine erste Gruppe von Schal- 
tungszonen (lai-lm) umfaBt. die entlang der er- 45 
sten Kante angeordnet ist, und eine zweite Gruppe 
von Schaltungszonen (Ia2-ln2) umfaBt, die ent- 
lang der zweiten Kante angeordnet ist und wobei 
die Leiterrabmenstrtiktur ein erstes Leiterrahmen- 
teil (4i) und ein zweites Leiterrahmenteil (42) ent- 50 
halt, die von der Vielzahl der Verbindungsleitungen 
(3i, 32) abgeuennt sind, wobei das erste Leiterrah- 
menteil entlang der ersten Kante der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte m mechanische Yerbin- 
dung mit der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 55 
angeordnet ist und wobei das zweite Leiterrahmen- 
teil entlang der zweiten Kante der gedruckten 
Haupt-Schaltungsplatte in mechanischer Verbin* 
dung zu der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 
angeordnet ist eo 
13, Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 11 
Oder 12, dadurch gekennzelchnet, daB jede der er- 
sten und der zweiten Gruppe von gedruckten 
Schaltungszonen (lai— Imi, la2— ln2) jeweilige 
Schaltungsmuster (Iw) in einer solchen Beziehung 65 
aufweist, daB das Schaltungsmuster (iw) einer ge- 
druckten Schaltungszone (Ia2--ln2) einer zweiten 
Gruppe ein Spiegelbild des Schaltungsmusters ei- 
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ner entsprechenden gedruckten Schaltungszone 
(lai— Imi) der ersten Gruppe ist 

14. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 11 
Oder 12, dadurch gekennzelchnet, daB jedes der er- 
sten und zweiten Leiterrahmenteile (4t, 42) ein Per- 
forationsloch (4x) tr^ welches fQr einen Ebgriff 
mit einem FSrdermechanismus geeignet ist 

15. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte (1) eine Vielzahl von Wtanesen- 
ke- Flatten (2a— 2n) tr^gt, die auf emcr Hauptflache 
der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte (1) gegen- 
Ober einer Hauptflache angeldtet sind, auf der die 
Elektronikkomponenten (Ic) montiert smd, und 
zwar in Bntsprechung zu der Vielzahl der gedruck- 
ten Schaltungszonen (la— In), wobei jede der War- 
mesenke-Platten (2a'- 2n) als ein zusammenhin- 
gender Kdrper mit dem Leiterrahmen (4) verbun- 
den ist 

16. Schaltungsplattenanordnung nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Tielzahl der Ver- 
bindungsleitungen (3) auf der Hauptflache der ge- 
druckten Haupt-Schaltungsplatte (1) angeldtet 
sind, auf der die Wirmesenke-PlaUen (2a— 2n) an- 
geldtet sind. 

17- Verfahren zum Testen einer gedruckten Schal- 
tung, die auf einer gedruckten Haupt-Schaltungs- 
platte ausgebildet Ist, wobei die gedruckte Haupt- 
Schaltungsplatte eine Vielzahl von gedruckten 
Schaltungcn an jeweiligen gedruckten Schaltungs- 
zonen enthalt, die auf einer gemeinsamen gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte festgelegt sind, ge- 
kennzeichnet diu-ch die folgenden Schritte: 
Vorsehen einer elektromagnetischen Isolation auf 
der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte (1), urn ei- 
ne gedruckte Schaltung (la— In) darauf, die gete- 
stet werden soli, abzudecken, und 
Durchfilhren eines Testvorganges an der gedruck- 
ten Schaltung (la— In), die mit der elektromagneti- 
schen Isolation ausgestattet ist 

18, Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB der Schritt des Vorsehens der elek- 
tromagnetischen Isolation bei all den gedruckten 
Schaltungen (la— In) auf der gedruckten Haupt- 
Schaltungsplatte (1) ausgefQhrt wird 

19, Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet daB das Verfahren ferner die folgenden 
Schritte umfaBt: 

Entfemen der elektromagnetischen Isoladon von 
der gedruckten Schaltung (la— In) nach dem 
Schritt des Testens, 

Vorsehen einer dauerhaften elektromagnetischen 
Isolation (5) auf der gedruckten Schaltung, und 
Zerteilen der gedruckten Haupt-Schaltungsplatte 
(1) in eine Vielzahl von gedruckten Schaltungsplai- 
ten (la— In), von denen jede darauf eine gedruckte 
Schaltung (Iw) trSgt, wobei die elektromagnetische 
Isolation eine GroBe hat die identisch mit einer 
GrdBe der dauerhaften elektromagnetischen Isola- 
tion (5) ist 

20, Testanordnung zum Testen einer gedruckten 
Schaltungsplatte, gekennzeichnet durch 

einen Objekttisch (31) zum Haltem einer gedruck- 
ten Haupt-Schaltungsplatte (1) darauf, wobei die 
gedruckte Haupt-Sclialtungsplatte (1) durch eine 
Viehsahl von gedruckten Schaltungszonen (la— In) 
definiert ist, von denen jede ein Leitermuster (Iw) 
und entsprechende Komponenten (Ic) trSlgt und 
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wobei die gedructcte Haupt-Schaltungsplatte (1) 
ferner eine Vielzahl von Verbindungsleitungcn (3) 
an jeder itr gedruckten Schaltungszoncn (1 a- In; 
trSgt, urn jcdc dcr gedruckten Schaltungszonen 
(la— ln)2utesten, 5 
ein auf dem Objekttisch (21) vorgesehenes Leitcr- 
muster (21a) in Entsprechung mit den Verbindungs- 
leitungcn (3) einer gedruckten Schaltungszone 
(la-tn), die auf der gedruckten Haupt-Schaltungs- 
platte (1) vorhanden ist, und 
ein Abschirmgeliause (22) mit einer GrfiBe und ei- 
ner Gestait, die identisch ist einer GrdBe und einer 
Gestalt eines Abschirnigehauses, welches nach dem 
Testvorgang durch die TestausrOstung auf der ge- 
druckten Schaltungs2one *(la- In) vorgesehen t5 
wirA 

21. Testausrilstung nach Anspnich 20, dadurch ge- . 
kennzeichnet, daB das Abschirmgehfiuse (22) eine 
Vielzahl von Stiften (22a) enthSIt, die in Entspre- 
chung mit den Verbindungsleitungcn (3) vorgese- 20 
hen sind, wobei die Stifte (22a) durch jewciligc Fe- 
dem angedrQckt werden und die Verbindungsiei- 
tungen (3) an das Leitermuster (21a) auf dem Ob* 
jekttisch (21) angedrilckt werden, 

22. Testausrilstung nach Anspruch 20, dadurch ge- 25 
kennzeichnet, daB das Leitermuster auf dem Ob- 
jekttisch (31) ein erstes und ein zweites Leitermu- 
ster (31a, 31b) umfaBt^ die den Verbindungsleitun- 
gen (3) ernes Paares von wechselseitig benachbar- 
ten gedruckten Schaltungszonen (lai<-lnu 30 
Ia2— In:) eritsprechen, wobei das Afaschirmgehau- 

se emen ersten TeQ (32A) entfaait, um eine gedruck- 
te Schaltungszone abzudecken, die in Eingriff mit 
dem ersten Leitermuster (31a) steht, und einen 
zweiten Teil (32B) umfaBt. urn eine benachbarte 35 
gedruckte Schaltungszone abzudecken, die in Ein- 
griff mit dem zweiten Leitermuster (31b) steht, 
wenn die gedruckte Haupt-Schaltungspiatte (1) auf 
dem Objekttisch (31) montiert ist, wobei jedcs dcr 
ersten und zweiten Teile (32A, 32B) des Abschirm- 40 
gehauses eine GrdSe und eine Gestalt eines Ab- 
schirragehSuses besitzen, welches auf den gedruck- 
ten Schaltungszonen nach dem Testen durch die 
Testausrilstung vorgesehen wird. 



Hierzu 9 Seite(n) Zeichnungen 



55 



60 



65 



ZEICHNUMGEN SEITE 1 



Numrher: 
Int CI B: 

Offenlegungstag: 



DE 195 41 334 At 

H05K 3/32 

19. September 1996 




602 038/469 



Int. Cl.e: 

Offenlegungstag: 



HOSK 3/32 

18. September 1986 




602 038/4^9 



TEICHMUUGEM 6EftE 3 Hummer. DE 19S41 S34 Al 

IntCI.6: H06K 3/32 

Offenlegungstag; 19. September 1896 



FIG. 2 




602 03B/4B9 



Int CI.": 

Offenlegungatag: 



H05K 3/32 

18. Septamber1998 



FIG. 4 



START ^ 



, 1 

SIEBDRUCKDEF 
VERDRAHTUNC 
HAPTP 


ILOTPASTEAUF 
5SMUSTER DER 
LATINE 


■ 1 


AUSRICHTEN DER HAUPTPLATINE " 
UND DES LEITIERRAHMENS 


, ^ 




SEIZE KOMPC 
HAUPTF 


DNENTENAUF 
'UTINE 



81 



82 



.S3 



AUFSCHMEL2EN 



TEST 



I 



ZERTEILEHAUPT- 
. PLATINE 



84 



85 



86 



ENDE ^ 



602038/«SS 



r^ummer: DB}SB4^334 A1 

Into 6: HQ5K 3/32 

Offanlegungstag: ' IS. September 1996 




602 038/469 



Intd'': HOSK 3/32 

Offenldfiungstag: 19. September 1936 



FIG. 7 A 



FIG.7B 



FIG. 8 




602038/439 



«NCH«UKQEHaErTE7. . N„ D£ MS 41 334 >»l 

. lntCL8: H05K 3/32 

Offenlegungstag: 19. September 1998 



FIG. 9 



^ START ^ 



UDE HALBPRODUKT AUF EINE 
TESTANORDNUNG 



SIEHEVOR EM SCHIRM 



V 




TESTE 






ENTFERNE 


EM SCHIRM 



£5 



S11 



S12 



.813 



S14 



SIEHEVORDAUERHAFTEN EMSCHIRmJ 

S16<sS6) 



ZERTEILE HAUPTPLATINE 



Q ENDE ^ 



602038/489 



IntCI.S: H06K 3/32 

Offenlegungstag: 1 9. September 1 996 



Fl G. 10 



20 




602 038/489 



mCMMUNaEH SEtTE 9 



Nummer: 
(nt. CI,S: 

Offenlegungstag: 



DBtS541334 A1 

H05K 3/32 

19. September 1996 



F I G. 1 1 



30 




602038/469 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FAimD TEXT OR DRAWING 



□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



BEST AVAILABLE IMAGES 




BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 



